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Beschreibuna 

Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Herstellen elektroni- 
scher Folienbauteile sowie elektronisches Folienbauteil 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen 
elektronischer Folienbauteile in Form von Transpondern, bei denen 
Chipmodule mit ihren elektrischen Anschlusskontakten auf Antennenan- 
schlQsse von Antennenfolienabschnitten aufgebracht werden, ein Ver- 
fahren zum kontinuierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile in 
10 Form von Chipmoduletiketten. eine Vorrichtung zur DurchfQhrung eines 
solchen Verfahrens, mit einer Chipmodulstation, an der die Chipmodule 
gespeichert sind, sowIe mit einer Haftfolienstation, an der die Haftfolien- 
bahn rollenformig vorgelegt ist, und ein elektronisches Folienbauteil. 

16 Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur kontinuieriichen Transpon- 
derherstellung sind aus der DE 101 20 269 CI bekannt. Bei dem be- 
kannten Verfahren werden Chipmodule auf einem Tragerband gehalten. 
Es ist eine Antennenfolienbahn vorgesehen, die mit einer Vielzahl von in 
einer Reihe hintereinander angeordneten Antennenfolienabschnitten 

20 versehen ist Jeder Antennenfollenabschnitt weist AntennenanschlQsse 
auf, mit denen elektrische Anschlusskontakte der Chipmodule verbun- 
den werden mOssen. Die Chipmodule werden von dem Tragerband ab- 
gelost und gleichzeitig auf die Anschlusskontakte der Antennenfolienab- 
schnitte aufgebracht und gemeinsam mit der Antennenfolienbahn auf- 

25 gewickelt. Die Anschlusskontakte der Chipmodule werden durch eine 
Laserveriotung mit den Antennenanschlussen verbunden. Alternativ ist 
es auch moglich, die Anschlusskontakte der Chipmodule durch Crim- 
pung mit den AntennenanschlQssen zu verbinden. Die Verlotung bzw. 
die Vercrimpung der Chipmodule mit den Antennenfolienabschnitten ist 

30 derart ausgefOhrt, dass sowohl die elektrische Kontaktierung als auch 
die Lagefixierung der Chipmodule relativ zu den AntennenanschlQssen 
erzielt wird. 
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Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren, eine Vorrichtung sowie ein 
elektronisches Folienbauteil der eingangs erwShnten Art zu schaffen, die 
mit einfachen Mittein eine sichere Funl^tion der Folienbauteiie gewahr- 
5 ieisten. 

Fur das Verfahren zur Transponderherstellung wird diese Aufgabe da- 
durch gel5st, dass die Chipmodule mit ihrer den Anschlusskontakten 
abgewandten Ruckseite auf Haftfolienabschnitte aufgebracht werden, 

10 deren GrundflSche jeweils wesentlich grolier ist als eine Grundfiache 
jedes Chipmoduls, dass die elektrischen Anschlusskontakte der Chip- 
module mit den AntennenanschlQssen elektrisch kontaktiert werden, und 
dass die Haftfolienabschnitte derart flachig mit den Antennenfolienab- 
schnitten verbunden werden, das die Chipmodule relativ zu den Anten- 

15 nenanschlussen lagefixiert werden. Durch die erfindungsgemaiie LO- 
sung werden die Chipmodule mit den AntennenanschlQssen ausschllefi- 
lich elektrisch kontaktiert, ohne dass diese Kontaktierung auch eine Fi- 
xierung der Chipmodule relativ zu den Antennenfolienabschnitten erzie- 
len muss. Denn die Lagefixierung der Chipmodule relativ zu den Anten- 

20 nenfolienabschnitten wird durch die Haftfolienabschnitte erzielt, die um 
das jeweilige Chipmodul herum flachig mit den Antennenfolienabschnit- 
ten verbunden werden und so das Chipmodul in seiner Positionierung 
an den AntennenanschlQssen fixieren. Die Chipmodule werden somit 
durch den Haftfolienabschnitt an dem jeweiligen Antennenfolienabschnitt 

25 fixiert. Die Chipmodule selbst Qbernehmen vor allem die elektrische 
Kontaktierung mit den AntennenanschlQssen, ohne dass diese Kontak- 
tierung auch eine selbststandige Lagefixierungsfunktion erzielen muss. 
Die elektrische Kontaktierung kann durch mechanische Verbindung leit- 
fShiger Telle der Anschlusskontakte und der Antennenanschlusse oder 

30 auch durch stoffschlussige leitfShige Verbindung wie Loten, leitfahige 
Zwischenmedien, wie leitfahiger Klebstoff oder ahnliches erfolgen. Die 
gegenQber dem Stand der Technik zusatzlich vorgesehene Haftfolien- 
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bahn bzw. die entsprechenden Haftfolienabschnitte schaffen nicht nur 
eine sichere und gleichbleibende Lagefixierung der Chipmodule, son- 
dern bilden gleichzeitig auch noch eine Schutzfolie fur das Chipmodul 
und fur das durch das Chipmodul und den entsprechenden Antennenfo- 
5 lienabschnitt gebildete, elektronische Folienbauteil. Vorzugsweise sind 
die Haftfolienabschnitte in ihren Abmessungen auf die Antennenfolien- 
abschnitte abgestimmt In vorteilhafter Weise sind die 
Haftfolienabschnitte so groli bemessen, dass in jedem Fall eine 
Antennenstruktur des Jewell igen Antennenfolienabschnittes verdeckt 

10 wird. Jedes Chipmodul ist zwischen den beiden elektrischen 
Anschlusskontakten elektrisch isoliert, so dass bei der Kontaktierung der 
Anschlusskontakte mit den Antennenanschliissen keine unerwunschten 
Kurzschlussbrucken entstehen kOnnen. Dies vereinfacht die 
Antennenherstellung, da die Windungen der Antenne auf eine Seite 

15 aufgebracht werden konnen (vorzugsweise bei gedruckten Antennen). 
Auch die Antennenanschlusse sind zueinander beabstandet und in dem 
vorhandenen Zwischenraum elektrisch isoliert. Ein Chipmodul besteht 
aus einem Mikrochip und einer Modulbrucke, die die elektrischen 
Anschlusskontakte des Chipmoduls bildet und mit der der Mikrochip 

20 entsprechend leitfahig verbunden ist. Zur elektrischen Kontaktierung der 
Anschlusskontakte der Chipmodule mit den Antennenanschlussen 
werden die Anschlusskontakte vorzugsweise mit Kontaktspitzen 
versehen, die an den Modulbrucken entweder vorab in einem separaten 
Verfahrensgang Oder direkt kontinuierlich wahrend des 

25 erfindungsgemaRen Verfahrens erzeugt werden. Die Antennenfolienab- 
schnitte werden vorzugsweise dadurch gebildet, dass in eine 
Folienbahn, vorzugsweise eine Papierbahn, entsprechende Anten- 
nenstrukturen eingedruckt werden. Alternativ konnen die Antennenstruk- 
turen auch durch Abatzen entsprechender Beschichtungen gebildet 

30 werden. Die erfindungsgemalie Losung eignet sich insbesondere zur 
Herstellung von Transpondern, die als Sicherheitslabels fur Verpackun- 
gen, als Sicherungsetiketten zur Auszeichnung und/oder Indlvidualisie- 
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rung von Produkten und ahnliches eingesetzt werden. Die Haftfolien- 
bahn blldet eine Decklage der elektronischen Folienbauteile. 

FQr das Verfahren zur Chipmoduletikettenherstellung wird die Aufgabe 
5 durch die Merkmale gemaii Anspruch 2 gelost. Die Cliipmoduletiketten 
stellen ebenfalls flexible elektronische Folienbauteile dar, die allerdings 
keine eigene Antennenstruktur aufweisen. Die Chipnnoduletiketten wer- 
den vorzugsweise in einem separaten, spateren Verfahrensgang auf 
Oberflachen von Verpackungsmittein aufgebracht, wobei auf den Ober- 
10 flachen Antennenstrukturen aufgedruckt oder in anderer Art und Weise 
vorgesehen sind- 

In Ausgestaltung der Erfindung sind die Antennenfolienabschnitte Teil 
einer Antennenfolienbahn, wobei jeder Antennenfolienabschnitt eine auf 
15 der Antennenfolienbahn aufgebrachte Antennenstruktur aufweist. Die 
Antennenstruktur wird vorzugsweise aufgedruckt. Alternativ kann sie 
durch Atzen geschaffen werden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird eine einseitig mit einer 
20 Haftschicht versehene Haftfolienbahn kontinuierlich in gleichmaRigen 
Abstanden mit den Chipmodulen bestuckt, und anschliefiend wird die 
Haftfolienbahn in einzelne Haftfollenabschnitte unterteilt, die jeweils ein 
Chipmodul tragen. In weiterer Ausgestaltung erfolgt die Unterteilung der 
Haftfolienbahn in einzelne Haftfolienabschnitte zeitlich vor dem elektri- 
25 schen Kontaktieren der Chipmodule mit den Antennenanschlussen. In 
beiden Fallen werden die Haftfolienabschnitte kontinuierlich derart syn- 
chron zu der Antennenfolienbahn gefOrdert, dass sich die Anschlusskon- 
takte der Chipmodule jeweils exakt auf Hohe der Antennenanschlusse 
der Antennenstrukturen der Antennenfolienabschnitte befinden. Dadurch 
30 kann bei kontinuierlichem Vorschub der Antennenfolienbahn eine exakte 
elektrische Kontaktierung der Chipmodule auf den Antennenfolienab- 
schnitten erfolgen. Gleichzeitig oder unmittelbar anschliefiend erfolgt die 
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Fixierung der Chipmodule durch das AufdrUcken der Haftfolienabschnit- 
te auf die Antennenfolienabschnitte. Vorzugsweise sind die Haftfolien- 
absclinitte mit einer Klebescliicht verselien, die flachig mit der Anten- 
nenfolienbahn verl^lebt wird. Da die Cliipmodule gegenUber den Anten- 
5 nenfolienabschnitten gerlngfiigig nach oben abragen, spannt s\ch jeder 
Haftfollenabsclinitt zwangsiaufig Ober das Chipmodul und presst dieses 
gegen die Antennenfolienbahn. Vorzugsweise wird die Haftfolienbalin 
bereits nach dem Aufbringen der Ciiipmodule auf die Haftfolienbahn, 
aber vor dem Kontalrtieren der Chipmodule auf der Antennenfolienbahn 

10 In die einzelnen Haftfolienabschnitte vereinzelt. Hierzu sind vorzugswei- 
se rotierende Schneidwerl<zeuge vorgesehen. die im kontinuierlichen 
Verfahren die Haftfolienbahn in die einzelnen Haftfolienabschnitte unter- 
teilt, bevor diese mit den Antennenfolienabsch nitten der Antennenfolien- 
bahn verbunden werden. Die Haftfolienbahn kann insbesondere bei dem 

15 Verfahren zur Chipmoduletikettenherstellung mit einer Stanzstruktur 
versehen sein, die nach Art eines folienfOrmlgen Stanzgltters nach dem 
Verbinden der Haftfolienabschnitte mit der Schutzfoiienbahn abgezogen 
werden kann. 

20 In weiterer Ausgestaltung der Erflndung werden die Kontaktspitzen der 
elektrischen Anschlusskontakte der Chipmodule mechanisch in die e- 
lektrisch leitfShigen AntennenanschlQsse eingedrQckt. Die mechanische 
Verbindung dient in erster Linie dazu, die elektrische Kontaktierung der 
Chipmodule mit den AntennenanschlUssen herzustellen. Denn die Fixie- 

25 rung der Chipmodule auf der Antennenfolienbahn erfolgt - wie bereits 
beschrieben - durch die Haftfolienabschnitte. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung werden die Haftfolienbahn und 
die Schutzfoiienbahn fISchig mitelnander verbunden und in einer Ver- 
30 bundfolienbahn auf eine Rolle aufgewickelt, die Verbundfolienbahn wird 
von der Rolle abgewickelt und die Haftfolienbshn und die Schutzfoiien- 
bahn werden vor dem Aufbringen der Chipmodule voneinander abgezo- 
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gen und unterschiedlichen BahnverlSufen zugefQhrt. Die Schutzfolien- 
bahn bildet eine Trageriage fCir die Haftfolienbahn und schQtzt die Haft- 
folienbalin und die Chipmodule vor Beschadigung. Gleichzeitig bildet die 
Schutzfolienbahn die nlchtl<lebende Schutzlage fQr die Haftfolienbaiin, 
5 um eine Versciimutzung der Klebeschicht zu vermeiden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung werden die mittels der Haftfo- 
lienabschnitte auf die Antennenfolienabschnitte der Antennenfolienbahn 
aufgebrachten Chipmodule gemeinsam mit der Antennenfolienbahn auf 

1 0 eine Rolle aufgewickelt. Dadurch ist eine einfache und sichere Lagerung 
der elektronischen Folienbauteile erreichbar. Vorzugsweise wird vor 
dem Aufwickein der Chipmodule gemeinsam mit der Antennenfolien- 
bahn die eiektrische/elektronische Funktion der Folienbauteile GberprQft. 
Dadurch Ist es mOglich, funktionslose Folienbauteile Oder mit einer Fehl- 

15 funktion versehene Transponder zu kennzeichnen, um diese in einem 
spateren Verfahrensschritt aussortleren zu konnen. 



In weiterer Ausgestaltung der Erfindung werden die elektrischen An- 
schlusskontakte der Chipmodule und/oder die AntennenanschlQsse mit 

20 im wesentlichen pyramldenfSrmigen, harten und leitfahigen Partikein 
versehen, die derart ausgerichtet sind, dass Spitzen der Pyramlden in 
Richtung des korrespondierenden Anschlusses zeigen. Dies erhOht die 
Qualitat einer elektrischen Kontaktlerung , da aufgrund des an einer Py- 
ramidenspitze wahrend eines Kontaktierungsvorgangs herrschenden 

25 hohen Drucks die Spitze in das sich verformende Material des korres- 
pondierenden Verbindungspartners eindringt und somit eine leitende 
eiektrische Verbindung erzeugt. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vor dem elektrischen Kon- 
30 taktieren der elektrischen Anschlusskontakte der Chipmodule mit den 
AntennenanschlQssen und vor dem Verbinden der Haftfolienabschnitte 
mit den Antennenfolienabschnitten ein Klebemittel derart auf die Anten- 
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nenfolienabschnitte aufgebracht, dass sich nach dem elektrischen Kon- 
taktleren und dem Verbinden eine Klebemittelschicht bildet, deren mini- 
male Ausdelinung durch die Grenzflachen zwisclnen den Chipmoduien 
und den Antennenfolienabsclinitten festgelegt wird und deren maximale 
5 Ausdehnung durcii die Grenzfiaclien zwisciien den IHaftfolienabschnitten 
und den Antennenfolienabsciinitten festgelegt wird. Dies fQhrt zu einer 
Verbesserung der Klebekraft und somit zu einer sichereren Fixierung 
der Chipmodule relativ zu den Antennenanschlussen. 

10 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird nach dem elektrischen 
Kontaktieren der elektrischen Anschlusskontakte der Chipmodule mit 
den AntennenanschlQssen und nach dem Verbinden der Haftfolienab- 
schnitte mit den Antennenfolienabschnitten auf den Antennenfolienab- 
schnltten eine Tragerlage, insbesondere eine Silikontragerlage, aufge- 

15 bracht und/oder auf den Haftfolienabschnitten eine Decklage aufge- 
bracht. Auf diese Weise kann ein Folienbauteil in elnfacher Weise zuver- 
lassig geiagert und bei Bedarf von der Silikontragerlage abgelOst und 
beispielsweise auf eine Verpackung aufgeklebt werden. 

20 FQr die Vorrichtung zur DurchfQhrung des Verfahrens, die mit einer 
Chipmodulstation, an der die Chipmodule gespeichert sind, versehen ist, 
wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe dadurch gelOst. dass 
eine Haftfolienstation vorgesehen ist, an der die Haftfolienbahn rollen- 
ffirmig vorgelegt ist, und dass eine Obergabestation vorgesehen Ist, an 

25 der die Chipmodule vereinzelt mit ihrer RQckseite auf die Haftfiachensei- 
te der Haftfolienbahn aufgebracht werden, wobei die Abstande der 
Chipmodule bei der Aufbringung auf die Haftfolienbahn derart groli ge- 
wShlt sInd, dass jeweils ejn das zugehdrige Chipmodul umgebender 
Haftfolienabschnitt wesentlich grolifiachiger ist als die Grundfiache des 

30 jeweiligen Chipmoduls. Alternativ ist entweder eine Schutzfolienbahn an 
einer Verbundstation Oder eine Antennenfolienbahn an einer Antennen- 
folienstation vorzugsweise rollenfOrmig vorgelegt. Durch die beschriebe- 
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ne Losung 1st gewahrleistet, dass der entsprechende Haftfolienabschnitt 
eine sichere Fixierung des jeweiligen Chipmoduls auf einer Schutzfo- 
lienbahn (Chipmoduletikett) oder auf einem zugehQrigen Antennenfo- 
fienabschnitt (Transponder) der Antennenfolienbahn erzielt. Durch die 
5 rollenformige Vorlage der Haftfolienbahn und der Antennenfolienbahn 
Oder der Schutzfolienbahn ist ein l^ontinuierlicher Abzug der Bahnen von 
den entsprechenden Rollen erzielbar. Dies ermOglicht eine kontinuierli- 
che Herstellung der Folienbauteile. Dadurch ist es mOglich, in reiativ 
kurzer Zeit eine grolie Anzahl entsprechender Folienbauteile, seien es 
10 Transponder mit Antennenstruktur oder Chipmoduletiketten ohne An- 
tennenstruktur, zu erzeugen. 



Die Vorrichtung arbeitet im Rolle/Rolle-Verfahren und ermOglicht so eine 
kontinuierliche Verarbeitung der einzelnen Komponenten der Folienbau- 

15 teile. Erfindungsgemafi ist die Haftung und damit die Fixierung der 
Chipmodule und die Schaffung der elektrischen Leitfahigkeit zwischen 
Chipmodulen und Antennenstrukturen auf zwei unterschiedliche Berei- 
che verteilt. Die erfindungsgemSlie Losung eignet sich insbesondere zur 
Herstellung von Etiketten mit elektronischer Funktion, insbesondere mit 

20 elektronischer Sicherungs- oder Identifizierungsfunktion. 



In Ausgestaltung der Erfindung ist eine Kontaktierungsstation zum konti- 
nuierlichen mechanischen Kontaktieren der elektrischen Anschlusskon- 
takte der Chipmodule mit Antennenanschlussen von Antennenfolienab- 

25 schnitten der Antennenfolienbahn vorgesehen. An dieser Kontaktie- 
rungsstation werden vorzugsweise bereits vorhandene Kontaktspitzen 
der Anschlusskontakte der Chipmodule mit den Antennenanschlussen 
der Antennenfolienbahn verbunden. Die Kontaktierungsstation dient da- 
zu, die elektrische Kontaktierung der Chipmodule mit den Antennenan- 

30 schlussen vorzunehmen. 
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In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Haftstation vorgesehen, 
an der Qber die Chipmodule hinausragende Haftfolienabschnitte flSchig 
mit den Antennenfolienabschnitten verbunden werden, auf denen das 
jeweilige Chipmodul elektrisch kontaktiert ist. Vorzugsweise sind die 
6 Haftstation und die Kontaktierungsstation in einer gemeinsamen Einheit 
der Vorrichtung integriert, urn zumindest im Wesentlichen zeitgleich die 
elektrische Kontaktierung und die Fixierung der Cliipmodule erzielen zu 
kttnnen. 

10 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Breite der Haftfolienbahn 
grolier als die Breite der Haftfolienabschnitte. Dadurch ist es moglich, 
die Haftfolienbahn mit einer Stanzstruktur zu versehen und ein entspre- 
chendes Stanzgitter als Abfall nach der Verbindung der Haftfolienbahn 
mit der Schutzfolienbahn abzuziehen und dadurch zwangsiaufig die ge- 

15 wunschten vorgestanzten und abgegitterten Haftfolienabschnitte zu er- 
zielen. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist wenigstens eine Kontrollsta- 
tion vorgesehen, an der die Funktion der Transponder QberprQft wird. 
20 Zusatzlich kann es vorteilhaft vorgesehen sein, eine Kennzeichnungs- 
station vorzusehen, um die Transponder, bei denen eine Fehlfunktion 
festgestellt worden war, markieren zu konnen. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Verbundstation vorge- 
25 sehen, an der die Antennenfolienbahn einschlie&lich der aufgebrachten 
Chipmodule und Haftfolienabschnitte auf eine Rolle aufgewickelt wird. 
Diese Verbundrolle bildet eine kompakte Speicherrolle fur die fertigge- 
stellten elektronischen Folienbauteile. 

30 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist die Gbergabestatton eine 
Trenneinheit zum Vereinzein der Chipmodule sowie eine Wendestation 
zum Obergeben der Chipmodule an die Haftfolienbahn mit der jeweiligen 
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Ruckseite auf. Dadurch werden die Chipmodule bereits in der Position 
vorgelegt. in der sie ansclilieliend auf die Antennenfoiienbahn aufge- 
bracht werden mUssen. 

5 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Trennstation zur Unter- 
teilung der mit den Chipmoduien versehenen Haftfolienbaiin in separate 
IHaftfolienabschnitte vorgeselien. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Klebestation vorgese- 
0 hen. an der ein Kiebemittel auf die Antennenfoiienbahn Oder auf die 
Schutzfolienbahn aufgebracht wird. Vorteilhaft ist die Klebestation in 
BahnfOrderrichtung vor der Haft- und Kontaktierungsstation der Chipmo- 
dule angeordnet. ZusStzlich vorteilhaft steuert die Klebstation einen Kle- 
bemlttelauftrag derart, dass lediglich im Bereich der Chipmodule auf der 
5 Antennenfoiienbahn oder der Schutzfolienbahn entsprechende Klebefia- 
chen geschaffen werden. Dies unterstQtzt die Selbstklebeeigenschaften 
der Folienbahnen und verbessert somit eine lagegenaue Fixierung der 
Chipmodule. Durch den lediglich partiellen Klebemittelauftrag wird Kie- 
bemittel eingespart und ein stOrendes Verkleben bzw. Verschmutzen 
von Bereichen. die keinen Klebemittelauftrag benotigen, vermieden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine TrSgerfolienstation vor- 
gesehen. an der die TrSgerlage in Folienform in aufgewickeltem Zustand 
vorgelegt ist. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Deckfolienstation vorge- 
sehen, an der die Decklage in Folienform in aufgewickeltem Zustand 
vorgelegt ist. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Klebestation vorgese- 
hen. an der ein Kiebemittel auf die Decklage und/oder auf die TrSgerla- 
ge aufgebracht wird. 
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Das erfindungsgemalie elektronische Folienbauteil ist durch das oben 
beschriebene, erfindungsgemalie Verfahren herstellbar. 

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den An- 
spruchen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus- 
fuhrungsbeispiele der Erfindung, die anhand der Zeichnungen darge- 
stellt sind. 

Fig. 1 zeigt schematisch in vergrOlierter Schnittdarstellung ein elekt- 
ronisches Folienbauteil in Form eines Transponders, das mit- 
tels einer Vorrichtung gemafi Fig. 2 hergestellt worden ist, 

Fig. 2 eine Ausfuhrungsform einer Vorrichtung zum kontinuierllchen 
Herstellen elektronischer Folienbauteile gemali Fig. 1, 

Fig. 3 eine weitere Ausfuhrungsform einer Vorrichtung zum kontlnu- 
ierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile ohne Anten- 
nenstruktur gemaii Fig. 1 , 

Fig. 4 schematisch in vergrolierter Schnittdarstellung ein weiteres e- 
lektrontsches Folienbauteil in Form eines Transponders, das 
mittels einer Vorrichtung gem3G» Fig. 7 hergestellt worden ist, 

Fig. 5 schematisch in vergrolierter Schnittdarstellung ein weiteres e- 
lektronisches Folienbauteil in Form eines Transponders, 

Fig. 6 schematisch in vergrolierter Schnittdarstellung ein weiteres e- 
lektronisches Folienbauteil in Form eines Transponders, 

Fig. 7 eine weitere Ausfuhrungsform einer Vorrichtung zum kontinu- 
ierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile gemaii Fig. 4, 
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Fig. 8 sine weitere AusfQhrungsform einer Vorrichtung zum kontinu- 
ierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile ohne Anten- 
nenstruktur gemaB Fig. 1, 

5 

Fig. 9 Chipmodule, deren Anschlusskontakte bearbeitet wurden, so- 
wie Haftfolienabschnitte, auf welche die bearbeiteten Chipmo- 
dule aufgebracht sind, jeweils in einer Draufsicht, und 



10 Fig. 10 ein Zwischenschichtelement, einen Antennenfoiienabschnitt mit 

einer Antenne sowie das auf Antennenanschlusse aufgebrach- 
ten Zwischenschichtelement. 



Ein eiektronisches Folienbauteil gemali Fig. 1 ist in Fig. 1 stark vergrO- 

15 liert und nicht malistablich dargestellt. Entgegen dem in Fig. 1 entste- 
henden Eindruck isft das Folienbauteil auch nicht stelf oder formstabil, 
sondern vielmehr flexibel gestaltet. Das Folienbauteil gemali Fig. 1 stellt 
vorzugsweise ein flexibles Folienetikett dar, das als Transponder ausge- 
bildet ist. Hierzu ist auf einer unteren TrSgerlage, die einen Antennenfo- 

20 lienabschnitt einer Antennenfolienbahn 1 darstellt, eine Antennenstruktur 
aufgedruckt, die zwei ebenfalls aufgedruckte AntennenanschlQsse 2 um- 
fasst. Wie nachfolgend noch nSher beschrieben werden wird, besteht 
die Antennenfolienbahn aus einer Vielzahl von hintereinander angeord- 
neten Antennenfolienabschnitten, denen jeweils eine Antennenstruktur 

25 zugeordnet ist. Die Antennenfolienabschnitte schlielien aneinander an 
und kGnnen durch Perforationen unterteilt sein. Alternativ ist es mOglich, 
die verschiedenen Antennenfolienabschnitte nach der Fertigstellung der 
Folienbauteile durch geeignete Schneid- oder Stanzwerkzeuge voneln- 
ander zu trennen. Das Vorsehen von Perforationen ermOglicht das 

30 werkzeuglose Trennen der Antennenfolienabschnitte und damit das 
Vereinzeln der Folienbauteile. Die Antennenfolienbahn 1 trSgt - wie 
nachfolgend naher beschrieben werden wird - eine Vielzahl von hinter- 



t 



wo 2005/076206 PCT/EP2005/000951 

13 



einander auf der Antennenfolienbahn 1 angeordneten Folienbauteilen. 
die alle identisch zuelnander ausgefuhrt sind. Zur Vereinfachung ist da- 
her in Fig. 1 beispieihaft lediglich ein Folienbauteil dargestellt. 

5 Jedes Folienbauteil weist ein Chipmodul 5 auf, das aus einem elektroni- 
schen Halblelterbaustein 6 und einer Modulbrucke aufgebaut ist. Vor- 
zugsweise ist der Halblelterbaustein ein Mikrochlp. Die entsprechende 
ModulbrQcke dient zum Einen als Halterung fur den MIkrochip. Zum An- 
deren schafft sie die elektrische Verbindung zu dem Mikrochip. Hierzu 

10 weist die Modulbrucke beidseitig des Mikrochips 6 jeweils einen elektri- 
schen Anschlusskontakt 3 auf, der nnit einem Kontaktpin oder einer Kon- 
taktspitze 4 versehen ist, die zu der Antennenfolienbahn 1 nach unten 
abragen. Die elektrischen Anschlusskontakte 3 der ModulbrQcke des 
Chlpmoduls 5 sind derart auf die Antennenanschlusse 2 abgestlmmt, 

15 dass die Anschlusskontakte 3 exakt oberhalb der Antennenanschlusse 2 
positioniert sind und durch Eindringen der Kontaktspitzen 4 in die An- 
tennenanschlQsse 2 elektrisch nnit den Antennenanschlussen 2 kontak- 
tiert werden. Durch die elektrische Kontaktierung der ModulbrQcke mit 
der Antennenstruktur wird der gewQnschte Transponder geschaffen. 

20 

Jedes Chipmodul 5 ist an einer Klebeschicht 8 eines Haftfolienabschnit- 
tes 7 gehalten. Dabei ist die den Kontaktspitzen 4 gegenQberliegende 
Ruckseite jedes Chipmoduls 5 mit dem Haftfolienabschnitt 7 verklebt. 
Die Grundflache jedes Haftfolienabschnittes 7 ist wesentlich grolier als 

25 eine Grundflache jedes Chipmoduls 5, so dass der Haftfolienabschnitt 7 
das Chipmodul 5 allseitig aulien Qberlappt. Da auch der uberlappende 
Bereich des Haftfolienabschnittes 7 auf seiner der Antennenfolienbahn 1 
zugewandten Innenseite durchgangig mit der Klebeschicht 8 versehen 
ist, kann jeder Haftfolienabschnitt 7 um das Chipmodul 5 herum mit der 

30 Oberseite der Antennenfolienbahn 1 fiachig verklebt werden. Hierdurch 
wird das Chipmodul 5 in seiner Position auf der Antennenfolienbahn 1 
gesichert. Gleichzeitig wird auch die elektrische Kontaktierung der Kon- 
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taktspitzen 4 mit den Antennenanschliissen 2 fixiert. Das Chipmodul 5 
wie auch die aufgedruckten AntennenanschlQsse 2 der Antennenstruktur 
haben gemeinsam eine Hohe von weniger als 1 mm, so dass das ge- 
schaffene Folienetikett auch im Bereich des Chipmoduls 5 allenfalls ge- 
5 ringfugig auftragt oder geringfiigig gegenQber der ubrigen Etikettoberfla- 
che erhaben ist. 



Vorzugsweise wird die Klebescliicht 8 durch einen UV-aushartenden 
Klebstoff dargestellt. Eine bevorzugte Schichtdicke betragt 20 //m. Die 

10 Haftfolienbahn und damit auch der Haftfolienabschnitt 7 bestehen vor- 
zugsweise aus einer Polyethylen-Tragerfolie, die vorzugsweise transpa- 
rent Oder opak gestaltet ist. Eine bevorzugte Schichtdicke der Haftfo- 
lienbahn 7 ist 50 pm. Jedes Chipmodul weist vorzugsweise eine Ge- 
samtdicke von ca. 70 pm auf. Die Dicke der AntennenanschlQsse be- 

15 tragt ca. 30 pm. Die Dicke der Antennenfolienbahn 1 betragt ca. 70 pm. 
Vorzugsweise sind die ModulbrQcken der Chipmodule 5 in einem Ober- 
gangsbereich entsprechender Antennenstrukturen mit einer Isolier- 
schicht versehen, um Kurzschlusse der Antennenbahnen zu vermeiden. 

20 Das Chipmodul kann auch auf eine mit einer vorzugsweise aufgedruck- 
ten Antennenstruktur versehene Oberflache eines Verpackungsmittels 
aufgebracht werden. Hierzu wird ein Chipmoduletikett mit der Vorrich- 
tung gemaR Fig. 3 hergestellt. 



25 Zur Herstellung der beschriebenen elektronischen Folienbauteile ist ge- 
ma(i Fig. 2 eine Maschine vorgesehen, die im Rolle/Rolle-Verfahren 
kontinuierlich arbeitet. Die in Fig. 2 schematisch gezeigte Maschine stellt 
eine Vorrichtung zum Herstellen elektronischer Folienbauteile im Sinne 
der Erfindung dar. Die Maschine gemali Fig. 2 weist eine Haftfolienstati- 

30 on 10 auf, auf der die Haftfolienbahn 7, die innenseitig mit der Klebe- 
schicht 8 versehen ist, auf eine Rolle aufgewickelt ist. Der Klebeschicht 
8 der Folienbahn Ist zusatzlich eine Schutzfolienbahn 9 zugeordnet, die 
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bel dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel durch eine Silikontragerfolie 
gebildet ist. Die Haftfolienbahn 7 wird von der Rolle so abgewickelt, dass 
die Klebeschicht 8 oberseitig positioniert ist. Um die Klebeschicht 8 frei- 
zulegen, wird die Schutzfolienbahn 9 abgezogen und auf eine TrSgerroi- 
le 11 aufgewickelt. 

Die Haftfolienbahn 7 durchlauft gemeinsam nnit ihrer Klebeschicht 8 eine 
Obergabestation 14, 15, 16, an der die Chipmodule 5 vereinzelt und mit 
ihrer den Kontaktspitzen 4 abgewandten Ruckseite auf die Klebeschicht 
8 aufgebracht werden. Die Obergabestation 14, 15, an der die Kette aus 
Chipmodulen 5 vereinzelt wird und die vereinzelten Chipmodule auf die 
Haftfolienbahn 7, 7a aufgebracht werden, weist neben einer Trennein- 
richtung 14 eine mit zwei gegenlaufigen Umlenkrollen versehene Wen- 
destation 15 auf. Die Chipmodule 5 sind an einer Chipmodulstation 12 in 
einer Reihe aneinanderhangend auf einer Speicherrolle aufgewickelt 
Beim Abzlehen der so gebildeten Kette aus Chipmodulen 5 werden die 
Anschlusskontakte 3 jedes Chipmoduls 5 an einer Kontaktvorberei- 
tungsstation Oder PrSgestation. 13 mit den Kontaktspitzen 4 versehen. 
AnschlieRend wird die Chipmodulkette an der Trennstation 14, die vor- 
zugsweise als Schneidwerkzeug gestaltet ist, in die Chipmodule 5 ver- 
einzelt. Die einzelnen Chipmodule 5 werden zunachst von einer gemSIi 
der Darstellung nach Fig. 2 im Gegenuhrzeigersinn laufenden Umlenk- 
rolle mitgenommen, wobei die Chipmodule 5 an einem Aulienmantel der 
Umlenkrolle haften. AnschlieRend werden die Chipmodule 5 einer weite- 
ren, gegensinnig und damit im Uhrzeigersinn laufenden Umlenkrolle der 
Wendestation 15 ubergeben, die sich unterhalb der oberen Umlenkrolle 
befindet. Die Obergabe jedes Chipmoduls 5 von der oberen zur unteren 
Umlenkrolle erfolgt in einem Tangentialebenenbereich zwischen den 
beiden Umlenkrollen. Auch die untere Umlenkrolle ist an ihrem Aulien- 
umfang mit Haftmittein, vorzugsweise Vakuumbohrungen von Saugmit- 
teln, versehen, um die Chipmodule 5 am Aulienumfang in Umfangsrich- 
tung transportieren zu kOnnen. Durch die Obergabe der Chipmodule 5 
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von der oberen zur unteren Umlenkrolle liegen die Chipmodule 5 nun- 
mehr nicht mit ihrer Ruckseite, sondern mit ihrer die Kontaktspitzen auf- 
weisenden Vorderseite an dem Auftennnantel der unteren Umlenkrolle 
der Wendestation 15 an. Die Umfangsgeschwindigkeit der unteren Um- 

5 lenkrolle ist derart auf die Bandlaufgeschwindigkeit der Haftfolienbahn 7 
abgestimmt, dass die Chipmodule 5 in gleichmaiiigen AbstSnden auf die 
Haftfolienbahn 7 aufgebracht und auf der Klebeschicht 8 fixiert werden. 
Die Wendestation weist unterhalb der Haftfolienbahn 7 eine Stutzrolle 16 
auf, die die Haftfolienbahn 7 in Abzugsrichtung fOrdert und gleichzeitig 

10 eine GegenstQtze fur das Aufsetzen der Chipmodule 5 auf die Haftfo- 
lienbahn 7 bildet. 

Die mit den Chipmodulen 5 bestuckte Haftfolienbahn 7 wird zu einer 
kontinuierlich arbeitenden Trenneinrichtung transportiert, die als rotie- 
15 rendes Schneidwerkzeug 17 ausgefiihrt ist. 

Alternativ zu der Pragestation 13 ist es mbglich, erst nach dem Aufbrin- 
gen der Chipmodule 5 auf die Haftfolienbahn 7 die Kontaktspitzen 4 der 
elektrischen Anschlusskontakte 3 der Chipmodule 5 zu bilden. Hierzu ist 
20 die Dosierstation 13' vorgesehen, die eine entsprechende Kontaktspit- 
zenherstellung bewirkt. 

Bei beiden Varianten zur Kontaktspitzengestaltung wird die Haftfolien- 
bahn 7 mit den aufgebrachten Chipmodulen 5 zu mehreren Haftfolien- 

25 abschnitten vereinzelt, die jeweils ein Chipmodul 5 tragen. Diese werden 
mittels einer Umlenkrolle 18 'umgelenkt und an einer Haft- und Kontak- 
tierungsstation 18, 20 auf die Antennenfolienbahn 1 aufgebracht. Die 
Antennenfolienbahn 1 ist an einer Antennenfolienstation auf einer Spei- 
cherrolle in aufgewickeltem Zustand gehalten und wird kontinuierlich von 

30 der Speicherrolle 19 abgezogen. Die Antennenfolienbahn weist eine 
Vielzahl von in einer Reihe hintereinander angeordneten Antennenfo- 
lienabschnitten auf, denen jeweils eine mit AntennenanschlQssen 2 ver- 
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sehene Antennenstruktur zugeordnet ist. Wie bereits beschiieben, ist die 
Antennenstruktur auf die Antennenfolienbahn 1 aufgedruckt oder alter- 
nativ aufgeatzt. Die Antennenstrukturen sind in gleichmaliigen Abstan- 
den zueinander auf der Antennenfolienbahn angeordnet. An der Kontak- 
5 tierungs- und Haftstation 18, 20 werden die Haftfolienabschnitte ein- 
schlielilich der Chipmodule 5 derart in gleichmaliigen Abstanden konti- 
nuierlich auf die Antennenfolienabschnitte aufgebracht, dass die Kon- 
taktspitzen jedes Chipmoduls 5 jeweils exakt auf die AntennenanschlQs- 
se 2 jeder Antennenstruktur auftreffen. Die Haftfolienabschnitte ein- 

10 schliefilich der Chipmodule werden kontinuierlich auf die gleichmaCiig 
vorbeilaufende Antennenfolienbahn 1 aufgedruckt, wodurch die Kontakt- 
spitzen 4 sich unter Schaffung der entsprechenden elektrischen Kontak- 
tierung keilartig in die Antennenanschlusse 2 der Antennenstruktur ein- 
schneiden. Dadurch werden die Transponder geschaffen. Gleichzeitig 

15 sind die entsprechenden Umlenk- und AndrQckrollen der Haft- und Kon- 
taktierungsstation 18, 20, die von beiden Seiten her auf die Haftfolienab- 
schnitte und die Antennenfolienbahn 1 wirken, derart nachgiebig ausge- 
fCihrt, dass mit dem Eindrucken der Chipmodule auch die Haftfolienab- 
schnitte mit ihrer entsprechenden Klebeschicht 8 auf die Oberseite jedes 

20 Antennenfolienabschnittes flSchig aufgedrOckt werden. Durch die Klebe- 
schicht 8 erfolgt eine fiachige Verklebung jedes Haftfollenabschnittes mit 
dem zugehorigen Antennenfolienabschnitt der Antennenfolienbahn 1, 
wodurch die elektrische Kontaktierung der Chipmodule 5 an den Anten- 
nenstrukturen gesichert wird. Die schematische Darstellung in Fig. 2 

25 lasst nicht erkennen. dass die Haftfolienabschnitte nach dem Durchlau- 
fen der Haft- und Kontaktierungsstation 18, 20 flachig mit der Antennen- 
folienbahn verbunden sind. Die so gebildeten, fertigen Folienbauteile 
werden auf der Antennenfolienbahn 1 weitergefordert und durchlaufen 
eine Kontrollstation 21, in der die elektrische und/oder elektronische 

30 Funktion der Transponder uberpruft wird. AnschlieRend durchlauft die 
anelnandergeschlossene Reihe oder Kette von Transpondern noch eine 
Kennzeichnungsstation 22, an der eine Kennzelchnung der Folienbau- 
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telle Im Hinblick auf eine etwa festgestellte Fehlfunktion, insbesondere 
durch einen Tintenstrahldruck, vorgenommen wird. SchlieBlich wird die 
Kette von Folienbauteilen auf eine Speicherrolle einer Verbundstation 23 
aufgewickelt, die ftlr eine Lagerung oder einen weiteren Transport der 
5 Folienbauteile geeignet ist 

Beim AusfQhrungsbeispiel nach Fig. 3 sind alle funktionsgleichen Einfiei- 
ten, Bauteile und Bahnen mit identischen Bezugszeichen wie in Fig. 2 
versehen. Lediglich die funktionsgleiche Haftfolienbahn ist ergSnzend 

10 noch mit dem Buchstaben „a" versehen. Wesentlicher Unterschied ist 
es, dass liier selbstklebende Chipmoduletiketten oline TransponderFunk- 
tion, d.h- oline Antennenstruktur, hergesteilt werden. Erst In einem spS- 
teren, liier nicht dargesteiiten Prozess werden diese Chipmoduletiketten 
auf Oberfiachen, insbesondere von Verpackungsmittein, aufgebracht, 

15 die mit einer entsprechenden Antennenstruktur versehen sind. 

Bei der AusfQhrungsform nach Fig. 3 wird die Schutzfolienbahn als Tra- 
gerlage fQr die hergestellten Chipmoduletiketten wieder verwendet. Die 
Haftfolienbahn 7a und die Schutzfolienbahn 9a sind in einem Selbstkle- 

20 beverbund auf einer Vorlagerolle einer Vorlagestation 24 aufgewickelt. 
Zum Freilegen der nicht nSher bezeichneten Klebeschicht 8 der Haftfo- 
lienbahn 7a wird die Schutzfolienbahn 9a unmittelbar nach dem Abwi- 
ckeln von der Vorlagerolle der Vorlagestation 24 abgezogen, oberhalb 
der Chipmodulstation um die Aniage herumgefuhrt und im Bereich der 

25 Haft- und Kontaktierungsstation 18, 20 als TrSgerlage wieder zugefOhrt. 
Die Haft- und Kontaktierungsstation dient bei dieser AusfQhrungsform 
ausschlielilich dazu, die Chipmodule auf die Schutzfolienbahn 9a aufzu- 
bringen, ohne dass eine zusatzliche elektrische Kontaktierungsfunktion 
-mangels Anschlussen einer Antennenfolienbahn- erfolgt. 

30 

Die Wendestation 15 zum Aufbringen der Chipmodule 5 auf die Haftfo- 
lienbahn 7a ist identisch zu der AusfQhrungsform nach Fig. 2 ausgefQhrt, 
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SO dass hierauf an dieser Steile nicht naher eingegangen werden muss, 
Ein weiterer Unterschled der AusfQhrungsform nach Fig. 3 ist es, dass 
die Trenneinrichtung in Form des rotatorisch arbeltenden Schneidwerk- 
zeuges 17 bei dieser AusfQhrungsform aulier Kraft gesetzt ist. Denn die 
5 Haftfolienbahn 7a wird vor der Haft- und Kontaktierungsstation 18. 20 
nicht in einzelne Haftfolienabschnitte unterteilt. Vielmehr bleibt die Haft- 
folienbahn 7a mit den aufgebrachten Chipmodulen 5 als Einheit erhalten 
und wird um die entsprechende Umlenkrolle der Haft- und Kontaktie- 
rungsstation 18, 20 so umgelenkt, dass die Haftfolienbahn 7a mit glei- 
10 Cher Bandgeschwindigkeit wie die Schutzfolienbahn 9a in gleicher Rlch- 
tung parallel gefordert wird. Die Chipmodule 5 sind auf die Haftfolien- 
bahn 7a in gleichmaBigen Abstanden zueinander aufgebracht, um spa- 
ter als Chipmoduletiketten von der als Silikontragerfolie ausgefuhrten 
Schutzfolienbahn abgezogen werden zu kSnnen. Zudem wird die Haftfo- 
15 lienbahn 7a der Schutzfolienbahn 9a im Bereich der Haft- und Kontaktie- 
rungsstation 18. 20 so zugefuhrt, dass die Chipmodule mit ihren Kon- 
taktspitzen auf der Schutzfolienbahn zur Auflage kommen. Gleichzeitig 
wird die gesamte Haftfolienbahn 7a um die Chipmodule 5 herum fiachig 
auf die Schutzfolienbahn 9a aufgeklebt, so dass sich eine Verbundfo- 
20 lienbahn ergibt In FGrderrichtung abwarts gelegen zu der Haft- und Kon- 
taktierungsstation 18 ist eine Trennstation 25 vorgesehen. die mittels 
eines rotatorisch arbeitenden Stanzwerkzeugs die Haftfolienabschnitte 
der Haftfolienbahn 7a ausstanzt und das verbleibende Stanzabfallgitter 
26 nach oben abzieht. Die Schutzfolienbahn 9a wird durch das Stanz- 
25 werkzeug nicht beeintrachtigt. Auf der Schutzfolienbahn 9a verbleiben 
nun die Haftfolienabschnitte mit den Chipmodulen, wobei die Haftfolien- 
abschnitte eine gegenuber der Haftfolienbahn 7a reduzierte Breite auf- 
weisen, um ein kontinuierliches, endloses Abziehen des Stanzabfallgit- 
ters der Haftfolienbahn 7a zu erzielen. Dadurch werden die abgegitter- 
30 ten Chipmoduletiketten geschaffen, die auf der Schutzfolienbahn gehal- 
ten sind. Die nun fertiggestellten Folienbauteile (Chipmoduletiketten) 
werden einschlielilich der Schutzfolienbahn 9a auf eine Speicherrolle 
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der Verbundstation 23 aufgewickelt. Die so gebildete Speicherrolle um- 
fasst eine VIelzahl von aneinanderhangenden Folienbauteilen in Form 
der Chipmoduletiketten ohne Transponderfunktion. 

5 Fig. 4 zeigt stark vergrOliert und nicht maGstablich in Schnittdarstellung 
ein welteres elektronisches Folienbauteil in Form eines Transponders, 
das mittels einer Vorrichtung gemaii Fig. 7 herstellbar ist. Die in Fig. 1 
gezeigte Kombination aus Cliipmodul 5, Klebstoff 8 und Haftfolienab- 
schnitt 7 Ist zu einem Zwischenschichtelement 27 zusammengefasst. 

10 Beim AusfOhrungsbeispiel nach Fig. 4 sind alle weiteren, funktionsglei- 
chen Elemente mit identischen Bezugszeichen wie in Fig. 1 versehen. 
Das Zwischenschichtelement 27 ist, wie in Fig. 1 gezeigt, mit Antennen- 
anschlQssen 2 einer Antenne eines Antennenfolienabschnitts der Anten- 
nenfolienbahn 1 elektrisch kontaktiert und relativ zu den Antennenan- 

15 schlussen 2 lagefixlert. Zusatzlich sind im Vergleich zu dem in Fig. 1 ge- 
zeigten Folienbauteil eine TrSgerlage 31 aus Silikon und eine Decklage 
28 vorgesehen, die mit Hilfe von Klebemittelschichten 29 und 30 stoff- 
schlQssig mit einer Oberseite der Antennenfolienbahn 1 und dem Zwi- 
schenschichtelement 27 bzw. einer Unterseite der Antennenfolienbahn 1 

20 verbunden sind. 

Zur Trennung der verschiedenen Antennenfolienabschnitte nach der 
Fertigstellung der Folienbauteile dient ein Stanzmesser 32, mit dem bei 
einem Stanzvorgang alle Lagen bzw. Schichten bis auf die Tragerlage 
25 31 durchtrennt werden. Nach dem Stanzvorgang kann somit das Folien- 
bauteil von der Tragerlage 31 abgezogen werden, wobei die Klebemit- 
telschicht 30 an dem abgezogenen Formteil verbleibt, wodurch dieses 
selbstklebend, beispielsweise auf einer Verpackung angebracht werden 
kann. 

30 

Fig. 5 zeigt eine alternative Ausfuhrungsform eines elektronischen Fo- 
lienbauteils in Form eines Transponders, das im Vergleich zu der in Fig. 
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4 gezeigten AusfQhrungsform eine verkQrzte Antennenfolienbahn 1 bzw. 
einen verkOrzten Antennenfolienabschnitt und, daran angepasst. eine 
verkQrzte Klebemittelschlcht 30 aufweist. Funktionsgleiche Elemente 
sind wiederum mit identischen Bezugszelchen versehen. 

5 

Fig. 6 zeigt eine weitere alternative AusfQIirungsform eines elektroni- 
schen Folienbauteils in Form eines Transponders, das im Vergleich zu 
den in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten AusfOhirungsfonnen zwei Lagen bzw. 
Schicliten weniger aufweist. Funktionsgleiche Elemente sind wiederum 

10 mit identischen Bezugszeichen versehen. Auf einer dem Zwischen- 
schichtelement 27 der Decklage 28a zugewandten Seite der Decklage 
28a 1st eine nicht gezeigte Antenne aufgebracht, die wiederum elektrisch 
mit dem Zwischenschichtelement 27 in Kontakt steht. Durch die Kombi- 
nation von Antennen- und Decklage konnen folglich 2 Schichten einge- 

15 spartwerden. 

Fig. 7 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform einer Vorrichtung zum konti- 
nuierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile gemali Fig. 4. Die 
Vorrichtung weist zusatzlich zu der in Fig. 2 gezeigten Vorrichtung erste 

20 bis dritte Klebestationen 34 bis 36, eine Tragerfolienstation 37, an der 
die bahnfdrmige Tragerlage 31 in Folienform in aufgewickeltem Zustand 
vorgelegt 1st. eine Deckfolienstation 39, an der die bahnfOrmige Deckla- 
ge 28 in Folienform In aufgewickeltem Zustand vorgelegt ist, Sammelrol- 
len 41 bis 43 und eine Stanzstation 45 auf. Belm AusfQhrungsbeispiel 

26 nach Fig. 7 sind alle weiteren, funktionsgleichen Elemente mit identi- 
schen Bezugszeichen wie in Fig. 2 versehen. 

■ « 

Durch die erste Klebestation 34 wird vor dem elektrischen Kontaktieren 
und vor dem Verbinden der Haftfolienabschnitte 7 mit den Antennenfo- 
30 lienabschnitten durch die Haft- und Kontaktierungsstation 18, 20 ein 
Klebemittel 63 derart auf die Antennenfolienabschnitte aufgebracht, 
dass sich nach dem elektrischen Kontaktieren und dem Verbinden eine 
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Kiebemittelschicht zwischen den Haftfolienabschnitten 7 und den Chip- 
modulen 5 einerseits und den Antennenfolienabschnitten bzw. der An- 
tennenfolienbahn 1 andererseits bildet, deren minimale Ausdehnung 
durch die Grenzfidchen zwischen den Chlpmodulen 5 und den Anten- 
6 nenfolienabschnitten festgelegt wird und deren nnaxinnale Ausdehnung 
durch die Grenzfldchen zwischen den Haftfolienabschnitten 7 und den 
Antennenfolienabschnitten festgelegt wird. Der Klebemittelauftrag erfolgt 
folglich nicht kontinuierlich, sondern derart getaktet, dass sich die ge- 
wQnschte 5rtliche Klebemlttelverteilung einstellt. Der durch die erste 
10 Klebestation 34 bewirkte Klebemittelauftrag unterstQtzt die Selbstklebe- 
eigenschaften der Haftfolienabschnitte 7, wodurch sich eine Verbesse- 
rung der Klebekraft und somit eine sicherere Fixierung der Chipmodule 
5 relativ zu den Antennenanschlussen 2 ergibt. 



15 Durch die TrSgerfolienstation 37 wird die bahnfSrmlge TrSgerlage 31 der 
zweiten Klebestation 35 zugefuhrt und dort mit der In Fig. 4 gezeigten 
Kiebemittelschicht 30 versehen. AnschlieBend wird die mit der Kiebemit- 
telschicht 30 versehene Tragerlage 31 mit der Unterseite der Antennen- 
folienbahn 1 verbunden, wobei durch die Kiebemittelschicht 30 eine 

20 stoffschltissige Verbindung zwischen der Antennenfolienbahn 1 und der 
Tragerlage 31 entsteht. Zum Schutz der TrSgerlage 31 ist diese in der 
Tragerfolienstatlon 37 zusammen mit einer Schutzfolie bzw. Schutzlage 
46 aufgewickelt, die wShrend des Zufiihrens von der Tragerlage 31 ab- 
gezogen und auf die Sammelroile 43 aufgewickelt wird. 

25 

Durch die Deckfolienstation 39 wird die bahnfQrmige Decklage 28 der 
drttten Klebestation 36 zugefuhrt und dort mit der in Fig. 4 gezeigten 
Kiebemittelschicht 29 versehen. Anschlieliend wird die mit der Kiebemit- 
telschicht 29 versehene Decklage 28 mit der Oberseite der Antennenfo- 
30 lienbahn 1 und dem Zwischenschichtelement 27 verbunden, wobei 
durch die Kiebemittelschicht 29 eine stoffschlQssige Verbindung ent- 
steht. Zum Schutz der Decklage 28 ist diese in der Deckfolienstation 39 
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zusammen mit einer Schutzfolie bzw. Schutzlage 47 aufgewickelt, die 
wahrend des ZufOhrens von der Decklage 28 abgezogen und auf die 
Sammelroile 41 aufgewickelt wird. 

Die Klebestationen 35 und 36 sind optional. Wenn die Decklage 28 
und/oder die Tragerlage 31 als selbstklebende Lagen ausgefuhrt sind, 
befindet sich die zugehOrige Klebemittelschicht 29 bzw. 30, geschDtzt 
durch die Schutzfolie bzw. Schutzlage 46 bzw. 47, bereits dann auf der 
Decklage 28 bzw. der Tragerlage 31 , wenn diese auf Ihrer zugehOrigen 
Folienstation 37 bzw. 39 aufgewickelt ist. Ein zusStzlicher Klebemittel- 
auftrag durch die Klebestationen 35 und 36 ist in diesem Fall folglich 
nicht mehr notwendig. 

Nachdem sowohl die Tragerlage 31 als auch die Decklage 28 aufge- 
bracht worden sind, wird der entstandene Lagen- bzw. Schichtenver- 
bund der Stanzstation 45 zugeflihrt, die mittels der in Fig. 4 gezeigten 
Stanzmesser 32 alle Lagen bis auf die Tragerlage 31 trennt. Ein entste- 
hendes Stanzabfallgitter 48 wIrd nach oben abgezogen und auf die 
Sammelroile 42 aufgewickelt. Der verbleibende Lagenverbund, d.h. die 
fertiggesteliten Folienbauteile bzw. Transponder, wird auf die Speicher- 
rolle der Verbundstation 23 aufgewickelt, die fQr eine Lagerung oder ei- 
nen weiteren Transport der Folienbauteile geeignet ist. 

Fig. 8 zeigt eine weitere AusfQhrungsform einer Vorrichtung zum konti- 
nuieriichen Herstellen elektronischer Folienbauteile ohne Antennenstruk- 
tur. Die Vorrichtung waist zusMtzlich zu der In Fig. 3 gezeigten Vorrich- 
tung eine Klebestation 51 auf. Beim Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 8 
sind alle weiteren, funktlonsgleichen Elemente mit identischen Bezugs- 
zeichen wie in Fig. 3 versehen. Durch die Klebestation 51 wird vor dem 
ZusammenfOhren der Haftfolienbahn 7a und der Schutzfolienbahn 9a im 
Bereich der Haft- und Kontaktierungsstation 18, 20 ein Klebemittel 54 
derart auf die Schutzfolienbahn 9a aufgebracht, dass sich nach dem Zu- 
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sammenfQhren der Bahnen 7a und 9a eine Klebemittelschicht im Be- 
relch der Chlpmodule 5 bildet. Der Klebemittelauftrag erfolgt nicht konti- 
nuierlich, sondern derart getaktet, dass sich die gewunschte ortliche 
Klebemittelverteilung einstellt. Der durch die Klebestation 51 bewlrkte 
5 Klebemittelauftrag unterstatzt die Selbstklebeeigenschiaften der Schutz- 
folienbahn 9a, wodurch sich eine Verbesserung der Kiebekraft ergibt 

Fig. 9 zeigt, jewells in einer Draufsiclit, unbearbeitete Chipmodule 5a, 
bearbeltete Chipmodule 5b, deren Anschiusskontakte 3 bearbeitet wur- 
10 den. sowie Haftfolienabschnitte 7, auf weiche die bearbeiteten Chipmo- 
dule 5b aufgebracht bzw. aufgeklebt sind. Die unbearbeiteten Chipmo- 
dule 5a sind belspielsweise an der Chipmodulstation 12 von Fig. 2 in 
einer Reihe anelnanderhSngend auf deren Speicherrolle aufgewickelt. 

15 Die oberen Anschiusskontakte 3 der Chipmodule 5b sind exempiarisch 
mit Kontaktspltzen 4 versehen, die beispielsweise durch die Kontaktvor- 
bereitungsstation Oder Prage^tation 13 von Fig. 2 erzeugt werden kon- 
nen. Die unteren Anschiusskontakte 3 der Chipmodule 5b sind alternativ 
mit im wesentlichen pyramidenformigen, harten und leitfahigen Partikein 

20 49 versehen, die derart ausgerichtet sind, dass Spitzen der Pyramiden 
49 in Richtung des korrespondierenden Anschlusses, d.h. des Anten- 
nenanschlusses, zeigen. Eine groliflachige Unterseite eines Partikels 49 
liegt Idealerweise vollfiachig auf dem Anschlusskontakt 3 auf. Aus Grun- 
den der einfacheren Darstellung sind jeweils lediglich wenige Partikel 

25 bzw. Pyramiden 49 pro Anschlusskontakt 3 gezeichnet. Tatsachlich sind 
jedoch viele, beispielsweise mehrere hundert derartige Partikel 49 pro 
Anschlusskontakt 3 vorhanden. Die Partikel 49 kOnnen beispielsweise 
aus Diamantstaub bestehen, der mit Nickel uberzogen ist. Die GroRe 
der Partikel liegt dabei typischerweise bei 4/ium bis 25/^ um. Wenn 

30 wahrend eines Kontaktierungsvorgangs auf der flachigen Unterseite ein 
geringer Druck aufgebaut wird, so ergibt sich daraus an der Spitze des 
Partikels 49 eine Druckerhohung proportional dem Verhaitnis der Fla- 
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Chen zueinander. Wenn die Spitze des Partikels 49 auf den korrespon- 
dierenden Anschluss druckt, dringt diese in das sich verformende Mate- 
rial des Verbindungspartners ein und erzeugt somit eine leltende elektri- 
sche Verbindung. Das Aufbringen der Partlkel 49 erfolgt typischerweise 
5 bereits be! der Herstellung der Chipmodule 5. 

In Fig. 9 rechts sind Haftfolienabschnltte 7 abgebildet, auf welche die 
bearbeiteten Chipmodule 5b aufgebracht bzw. aufgeklebt sind. Die 
Chipmodule 5b, eine nicht gezeigte Klebstoffschicht und die Haftfolien- 
10 abschnitte 7 bilden zusammen jeweils ein Zwischenschichtelement 27 
von Fig- 4. Das derart gebildete Zwischenschichtelement 27 lasst sich 
wesentlich einfacher mit den Antennenfolienabschnltten verbinden, als 
ein Chipmodul 5. 

15 Fig. 10 zeigt, jeweils in einer Draufsicht. ein derartiges Zwischenschicht- 
element 27, einen Antennenfolienabschnitt 52 mit einer Antenne 50, die 
Antennenanschlusse 2 aufweist, sowie das auf die Antennenanschlusse 
2 im Vergleich zur Darstellung links umgedreht aufgebrachte Zwischen- 
schichtelement 27. Die Verbindung aus Zwischenschichtelement 27 und 

20 Antennenfolienabschnitt 52 stellt bereits einen funktionsfahigen 
Transponder dar, der nun lediglich, wie in Fig. 7 gezeigt, noch mit einer 
Trager- und einer Deckschicht versehen wird. 

Um die erfindungsgemalien Verfahren, wie anhand der Figuren 1 bis 3 
25 beschrieben, automatisch und kontinuieriich in der Vorrichtung durchfuh- 
ren zu konnen, ist eine zentrale Steuereinheit vorgesehen, die die ent- 
sprechenden Stationen, Werkzeuge und Laufgeschwindigkeiten der 
Forder- und Umlenkrollen entsprechend ansteuert. Es ist auch mOglich, 
durch entsprechende Sensorikeinheiten die mafigeblichen physikali- 
30 schen Grolien der einzelnen Funktions- und Vorrichtungseinheiten ein- 
schliefilich Stationen. Werkzeugen, FOrder- und Umlenkrollen zu Qber- 
wachen und entsprechende Signal- Oder Ruckmeldungen an die Steu- 
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ereinheit zu geben, wodurch eine Regelung des Verarbeitungs- und 
Herstellungsprozesses der Folienbauteile ermOgllcht wird. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen elektronischer Folien- 
bauteile In Form von Transpondern, bei denen Chipmodule (5) mit 
ihren elektrischen Anschlusskontakten (3) auf Antennenanschlus- 
se (2) von Antennenfolienabschnitten einer Antennenfolienbahn 
(1) aufgebracht warden, dadurch gekennzeichnet, dass die Chip- 
nnodule (5) mit ihrer den Anschlusskontakten (3) abgewandten 
Ruckseite auf Haftfolienabschnitte (7, 8) aufgebracht werden, de- 
ren Grundflache jeweils wesentlich groBer ist als eine GrundfiSche 
jedes Chipmoduls (5), dass die elektrischen Anschlusskontakte (3) 
der Chipmodule (5) mit den Antennenanschlussen (2) elektrisch 
kontaktiert werden, und dass die Haftfolienabschnitte (7, 8) derart 
flachig mit den Antennenfolienabschnitten (1) verbunden werden, 

. dass die Chipmodule (5) relativ zu den Antennenanschlussen (2) 
lagefixiert werden. 

2. Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen elektronischer Folien- 
bauteile in Form von Chipmoduletiketten, wobei Chipmodule mit 
Ihrer Ruckseite auf Haftfolienabschnitte aufgebracht werden, de- 
ren Grundflache jeweils wesentlich gr6(ier ist als eine Grundflache 
jedes Chipmoduls, und wobel elektrische Anschlusskontakte der 
Chipmodule mit Kontaktspitzen versehen werden, um jeweils in 
einem spateren Verfahrensschritt mit Antennenanschlussen einer 
Antennenstruktur eines Antennenfolienabschnittes mechanisch in 
eine elektrisch leitfahige Verbindung gebracht zu werden, dadurch 
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Antennenfolienab- 
schnitt Teil einer OberflSche eines Verpackungsmittels ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine einseitig mit einer Haftschicht (8) versehene Haftfolienbahn 
(7) kontinuierlich in gleichmSliigen Abstanden mit den Chipmodu- 
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len (5) bestQckt wird, und dass anschlieliend die Haftfolienbahn 
(7, 7a) in einzelne Haftfolienabschnitte unterteilt wird, die jeweils 
ein Chipmodul (5) tragen. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Unterteilung der Haftfolienbalin (7, 7a) in einzelne Haftfolienab- 
schnitte zeitlich vor dem elektrischen Kontaktieren der Chipmodu- 
le (5) mit den Antennenanschlussen (2) erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kontaktspitzen der elektrischen An- 
schlusskontakte (3, 4) der Chipnnodule (5) mechanlsch in die e- 
lektrisch leitfahigen AntennenanschlQsse eingedrQckt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Haftfolienbahn (7, 7a) und eine Schutzfolienbahn (9a) flSchig mit- 
einander verbunden und in einer Verbundfolienbahn auf eine Rolle 
aufgewickelt werden, dass die Verbundfolienbahn von der Rolle 
abgewickelt wird, und dass die Haftfolienbahn (7a) und die 
Schutzfolienbahn (9a) vor dem Aufbringen der Chipmodule (5) 
voneinander abgezogen und unterschiedlichen Bahnveriaufen 
zugefuhrt werden, 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mittels der Haftfolienabschnitte auf die Antennenfolienabschnitte 
der Antennenfolienbahn aufgebrachten Chipmodule (5) gemein- 
sam mit der Antennenfolienbahn auf eine Rolle aufgewickelt wer- 
den. 

8. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
auf die Haftfolienbahn aufgebrachten Chipmodule gemeinsam mit 
der Schutzfolienbahn auf eine Rolle aufgewickelt werden. 
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9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass vor 
dem Aufwickein der Chipmodule (5) gemeinsam mit der 
Antennenfollenbahn (1) die elektrische und/oder elektronische 
Funktion der Folienbauteile uberpruft wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrischen Anschlusskontakte (3) der 
Chipmodule (5) und/oder die AntennenanschlQsse (2) mit im we- 
sentlichen pyramidenfOrmigen, harten und leitfdhigen Partikein 
(49) versehen werden, die derart ausgerichtet sSnd, dass Spitzen 
der Pyramiden in Richtung des korrespondierenden Anschlusses 
zeigen. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass vor 
dem elektrischen Kontaktieren der elektrischen Anschlusskontakte 
(3) der Chipmodule (5) mit den AntennenanschlOssen (2) und vor 
dem Verbinden der Haftfolienabschnitte (7, 8) mit den Antennenfo- 
lienabschnitten (1) ein Klebemittel derart auf die AntennenfoHen- 
abschnitte (1) aufgebracht wird, dass sich nach dem elektrischen 
Kontaktieren und dem Verbinden eine Klebemittelschicht bildet, 
deren minimale Ausdehnung durch die Grenzflachen zwischen 
den Chipmodulen (5) und den Antennenfolienabschnitten (1) fest- 
gelegt wird und deren maximale Ausdehnung durch die Grenzfla- 
chen zwischen den Haftfoiienabschnitten (7, 8) und den 
Antennenfolienabschnitten (1) festgelegt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach 
dem elektrischen Kontaktieren der elektrischen Anschlusskontakte 
(3) der Chipmodule (5) mit den AntennenanschlOssen (2) und 
nach dem Verbinden der Haftfolienabschnitte (7, 8) mit den An- 
tennenfolienabschnitten (1) auf den Antennenfolienabschnitten (1) 
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eine Tragerlage (31), insbesondere eine Silikontragerlage, aufge- 
bracht wird und/oder auf den Haftfolienabschnitten (7.8) eine 
Decklage (28) aufgebracht wird. 

13. Vorrichtung zur DurchfQhrung elnes Verfahrens nach wenigstens 
einem der vorhergehenden AnsprQche mit einer Chipmodulstation 
(12), an der die Chlpmodule (5) gespeichert sind, sowie mit einer 
Haftfolienstation (10, 24), an der die Haftfolienbahn (7, 7a) rollen- 
fOrmig vorgelegt ist, wobei eine Obergabestation (15) vorgesehen 
ist, an der die Chipmodule (5) vereinzelt mit ihrer Rucl<seite auf 
die Haftfiachenseite (8) der Haftfolienbahn (7, 7a) aufgebracht 
warden, und wobei die Abstande der Chipmodule (5) bei der Auf- 
bringung auf die Haftfolienbahn derart groB gewahit sind, dass je- 
weils ein das zugehorige Chlpmodul (5) umgebender Haftfolien- 
abschnitt wesentlich grolifiachiger ist als die Grundfiache des je- 
weiligen Chipmoduls (5). 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzelchnet, dass ei- 
ne Kontaktvorbereitungsstation (13, 13') vorgesehen ist, an der 
elektrische Anschlusskontakte der Chipmodule mit Kontaktspitzen 
versehen werden. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Antennenfolienstation (19) vorgesehen ist, an der die 
Antennenfolienbahn (1) in aufgewickeltem Zustand vorgelegt ist 

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 15, dadurch ge- 
kennzelchnet, dass eine Kontaktierungsstation (18, 20) zum konti- 
nuieriichen mechanischen Kontaktieren der elektrischen An- 
schlusskontakte der Chipmodule (5) mit AntennenanschlQssen (2) 
von Antennenfolienabschnitten der Antennenfolienbahn (1) vorge- 
sehen ist. 
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17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass el- 
ne Haftstation (18, 20) vorgesehen ist, an der Qber die Chipmodu- 
le (5) hinausragende Haftfolienabschnitte flSchig mit den Anten- 
nenfolienabschnitten verbunden warden, auf denen das jeweilige 
Chipmodul (5) elektrisch kontaktiert ist. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Breite der Haftfolienbahn (7a) grOlier ist 
als die Breite der Haftfolienabschnitte. 

19. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass wenigstens eine Kontrollstatlon (21) vorgese- 
hen ist, an der die Funktlon der Transponder uberprQfl wird. 

20. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 13 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Verbundstation (23) vorgesehen isl, an 
der die Antennenfolienbahn (1) einschlieliiich der aufgebrachten 
Chipmodule (5) und Haftfolienabschnitte auf eine Rolle aufgewi- 
ckelt sind. 

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Obergabestation eine Trenneinheit (14) 
zum Vereinzein der Chipmodule (5) sowie eine Wendestation (15) 
zum Obergeben der Chipmodule (5) mit der jeweiligen RQckseite 
an die Haftfolienbahn aufweist. 

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Trennstation (25) zur Unterteilung der mit 
den Chipmodulen (5) versehenen Haftfolienbahn (7a) in separate 
Haftfolienabschnitte vorgesehen ist. 
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23. Vorrichtung nach elnem der AnsprQche 13 bis 22. dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Klebestation (34, 51) vorgesehen ist, an 
der ein Klebemittel (53, 54) auf die Antennenfolienbahn (1) Oder 
auf die Schutzfollenbahn (9a) aufgebracht wird. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Klebestation (34, 51) -in BahnfOrderrichtung- vor der Haft- und 
Kontaktierungsstation (18, 20) der Chipmodule (5) angeordnet ist. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Klebestation einen Klebemittelauftrag derart steuert, dass lediglich 
im Bereich der Chipmodule (5) auf der Antennenfolienbahn (1) 
Oder der Schutzfolienbahn (9a) entsprechende Klebeflachen ge- 
schaffen werden. 

26. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 13 bis 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Tragerfolienstation (37) vorgesehen ist, 
an der die Tragerlage (31) in Folienform in aufgewickeltem Zu- 
stand vorgelegt ist. 

27. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 13 bis 26, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Deckfolienstation (39) vorgesehen ist, an 
der die Decklage (28) in Folienform in aufgewickeltem Zustand 
vorgelegt ist. 

28. Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Klebestation (35, 36) vorgesehen ist, an der ein Klebe- 
mittel auf die Decklage und/oder auf die Trageriage aufgebracht 
wird. 
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29, Elektronisches Folienbauteil, insbesondere in Form eines 
Transponders, herstellbar durch ein Verfahren nach einem der 
Anspruche 1 bis 12, 
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